
赛晶科技集团有限公司 2024 年年度业绩发布会会议纪要 

会议时间 ：2024 年 3 月 20 日 

会议地点 ：香港金钟道 88 号太古广场 JW 万豪酒店三楼宴会厅 

会议主题 ：赛晶科技集团有限公司 2024 年年度业绩发布 

主办单位 ：赛晶科技集团有限公司 

参会人员 ：投资人、分析师、嘉宾、公司管理层（董事长项颉先生、首席财务官薄祥

鹏先生、董事长助理胡俊先生） 

一、公司财务回顾 

首席财务官薄祥鹏先生为大家介绍 2024 年年度业绩情况： 

2024 年公司的销售收入达到了 16.1 亿元，与 2023 年的 10.5 亿元相比，增长了

53%。同时，公司的毛利率在销售收入大幅增长的情况下，由 2023 年的 31.8%增加了

0.5 个百分点至 2024 年的 32.3%。由于销售收入的大幅增长和毛利率的提升，公司的毛

利润从 2023 年的 3.3 亿元增加 55%至 2024 年的 5.21 亿元。 

从公司分行业的销售收入情况来看，公司整体的销售收入为 6.1 亿元，与去年相

比增加 53%。其中，贡献最大的是常规的直流输电和柔性直流输电，其销售收入从

2023 年的 0.52 亿元增加 157%至 2024 年的 6.48 亿元。同时，新能源发电和储能方面

的收入从 2023 年的 1.8 亿元增加 52%至 2024 年的 2.73 亿元。 

随着公司销售收入的大幅增加，公司各项费用均有所上升，但在销售收入中的比

重均有所下降。其中，销售费用从 8400 万元增加至 1.06 亿元；行政费用从 1.38 亿元

增加至 1.6 亿元；财务费用从 1100 万元增加至 1800 万元。同时，公司继续加大在研

发方面的投入，研发支出从 2023 年的 1.24 亿元增加至 2024 年的 1.47 亿元。 

2024 年公司归属于股东的净利润为 1.02 亿元，与 2023 年的 3100 万元相比，增

加了 225%。由于公司净利润的大幅增长，公司的基本每股收益、净利润率、净资产收

益率等指标在 2024 年与 2023 年同期相比均有了明显提升。 

二、公司业务回顾及展望 



董事长项颉先生为大家介绍： 

（一）特高压项目与直流输电业务 

接下来我国的特高压项目会大幅增长，其中柔性直流的份额会大幅上升。由于行

业特点，一般交货期长达十个月以上，一季度以后招标的项目交货基本都会在第二年

度完成。2024 年公司主要交付的是 2023 年启动的直流项目，而 2025 年将会启动多个

项目，其中大部分是柔性直流项目，这为公司的长期快速发展奠定了基础。 

在常规直流方面，公司主要提供阳极饱和电压器和电力电容器，单条线路收入在

一亿左右。而在柔性直流方面，单个项目的交付金额会大幅提升，比原来提高 500%以

上。 

（二）柔性直流技术研发与应用 

本公司在柔性直流方面研发的新产品和技术：1、直流支撑电容器。该产品从

2017 年开始研发，今年获得了国家级的重大技术装备认定，是国内第一个通过第三方

IEC 全国测试的国产产品、第一个批量工程应用的国产产品、第一个百分之百替代进口

的国产产品。在甘肃到浙江的世界首个柔性特高压直流输电项目中，该产品的国产化

率为 30%，其中本公司的市场份额超过 60%。此外，本公司还在智能电网的在线监测方

面有所布局，利用人工智能提高数据分析能力和诊断决策能力，提升电力系统维护的

数字化和智能化水平。 

（三）国际业务拓展 

全球电力需求和电力基建需求旺盛，公司在 2024 年成立了国际业务部，加强国外

市场业务推广。国外市场业务有两种模式，一种是我们通过当地的代理或者合作方客

户直接在国外进行销售，还有一种间接销售是跟随央企一起去获取这些海外的项目。 

2024 年，公司国外直接销售和间接销售总金额达到 2.4 亿多元，占总收入的 15%

以上，同比增长 207%。涉及的国外项目包括德国 BorWin6 的海上风电项目、巴西伊泰

普直流输电工程和沙特的柔性直流输电工程等。公司 2025 年计划交付和潜在的项目有

沙特中南部的柔性直流输电工程、巴西美丽山特高压直流输电工程等。 

（四）半导体业务 



功率半导体行业的特点：第一，新产品的研发周期长，研发流程复杂，对性能要

求高；第二，客户的导入周期比较长，整个的测试周期非常长，供应商考核谨慎，基

本上各个行业导入周期都在一年到三年不等；然后，不同行业和客户的需求多样，差

异性大。另一方面，一旦客户导入完成之后，受益周期长，客户粘性高。 

本公司在碳化硅芯片和 IGBT 芯片研发方面取得进展，碳化硅芯片已成功在欧洲流

片，是电动车主驱用的 13 毫欧的碳化硅芯片，达到了国际领先的水平。IGBT 芯片方

面，成功研发出了基于第七代微沟槽技术的 1200V 芯片。1700V 芯片也在第三季度推

出。我们还研发了一系列的小电流的芯片。公司在芯片研发方面不断丰富产品线，满

足自用和外销需求。模块方面，我们已经研发完成了一系列新型号，满足更多的市场

和客户需求。  

2024 年，半导体业务客户导入取得增长。芯片客户从 3 家增加到 14 家，模块客

户从 18 家增加到 46 家，覆盖多个行业，获得良好市场口碑。SVG 领域，我们是这个

领域的领军企业，已经覆盖了 70%的客户。在这一领域的国产产品中，市场份额排名

前二。在储能领域，我们也获得良好的口碑。尤其高压级联储能领域的全部主流企业

都已经开始导入本公司的产品。商用车某头部电驱企业已经导入完成，正在进行路

测。在电阻焊机领域市场排名第一、第二的客户也都采用本公司的产品。 

尽管 2024 年上半年半导体业务受疫情影响下滑，但下半年开始快速增长，2025

年销售目标定为 1.5 亿元。 

四、问答环节 

以下是现场提问环节中的部分问题及回答： 

（一）常规特高压直流和柔性直流输电 

问题：赛晶的收入很大一部分来自于常规特高压直流和柔性直流，这一块业务未来

几年前景如何？ 

回答：截止到去年，中国一共建设了 39 条特高压直流和交流工程，但在十五五规

划中就规划了 40 条特高压项目，其中特高压直流会达到二十条，常规直流适合稳定的

发电电源如水电火电，同时要求送出端的区域电网比较强大。在新能源占比大幅提升

的背景下，柔性直流是最合适的技术，柔性直流同时还可以解决同一区域内多条直流



换相失败的问题，可以组建区域的直流网，今后的直流项目大部分会是柔性直流。 

（二）柔性直流支撑电容产品 

问题：赛晶柔性直流支撑电容产品目前行业地位怎样，发展前景如何？在柔性直流

领域还有哪些产品和技术储备？ 

回答：柔性直流的支撑电容是在柔性直流项目中除 IGBT 外的另一项核心元器件，

以往技术掌握两三家欧洲公司手中。赛晶是这一领域的先行者，从 17 年启动研发以

来，到 2024 年，我们成为了首个 100%替代进口的国产企业。在四川构网型 SVG，玉

环低频输电等项目中，我们的产品都是实现了全部国产替代。在国内首个±800KV 的特

高压柔性直流输电工程 - 甘肃至浙江项目中，定了百分之三十的国产化比例，在四家

国产化公司中赛晶独得 60%以上的市场份额，彰显了国家电网对赛晶产品性能和技术

的肯定。随着国产化率的提升，这块业务相信会走上高速发展的道路。 

随着特高压柔性直流输电的容量越来越大，项目中使用的 IGBT 和直流支撑电容越

来越多，如何保证设备长期安全可靠运行，成为迫在眉睫的问题。未来国网要求对每

只 IGBT 和电容的运行状态进行在线监测，在世界首条特高压柔性直流输电“甘浙”项目

中，将试装一万个在线监测装置，由赛晶科技旗下武汉郎德研发制造，柔直的在线监

测装置会成为赛晶另外一个业务的快速增长点； 

（三）半导体的优势及未来展望 

问题：请问赛晶半导体的主要竞争优势有哪些，国内外主要的竞争对手有哪些？未来

的业务展望怎样？ 

回答：赛晶半导体的主要优势是具有国际一流的研发团队，产品性能和可靠性、一致

性居于国际领先水平。 

目前在储能，集中式光伏，SVG 领域积累了良好的口碑和形象。 

目前 IGBT 芯片已经研发了国际最新一代的 IGBT 微沟槽芯片，今年开始给客户送

样，主要希望突破领域是组串式光伏，风电和八百伏电池系统的电动车领域； 

碳化硅在欧洲流片完成最先进的 13 毫欧电动车主驱的碳化硅芯片，今年主要任务

是在国内完成流片和量产； 

经过几年持续不懈的研发，公司到今年年底的芯片和模块产品将能覆盖中压领域的



大多数应用。IGBT 和碳化硅的特点就是研发周期长，研发投入大，客户导入周期长，

赛晶半导体应该已经顺利度过第一阶段，步入快速发展期。 

（四）自研功率半导体业务竞争格局 

问题 ：自研功率半导体业务在国内行业竞争激烈，怎么看待今年的竞争格局？ 

回答 ：中国是 IGBT 最大应用市场，但国产化率较低，尤其在高端领域供不应求。公

司认为电力电子化趋势不可逆转，对 IGBT 行业前景坚定看好。尽管行业竞争激烈，但

通过优胜劣汰，能够坚持下来的企业会得到很大发展。 

（五）国外业务拓展与增长情况 

问题 ：国外业务拓展的增长情况如何？主要项目来源有哪些？国外业务的盈利能力与

国内业务相比如何？ 

回答 ：公司国外业务通过两种模式开展，一是间接销售，即与国家电网等央企合作，

二是通过代理和直接销售。2024 年海外业务增长显著，预计 2025 年也会有不错的表

现。公司还积极拓展与国外总包商的合作，并看好固态断路器等产品在海外市场的应

用。 

（六）服务器数据中心相关业务与战略考虑 

问题 ：公司在服务器数据中心领域有没有相关业务或未来战略考虑？ 

回答 ：公司专门成立小组研究如何利用 AI 提高运营效率和生产管理水平，参与国家

相关项目，关注设备在线监测和故障分析整合领域。此外，数据中心、人工智能等应

有的发展将加大对电力的需求，并促进电网建设。这将有利于本公司的相关业务发

展。 

（七）分红情况 

问题：我们注意到公司在 20 年以前都保持了良好的分红比例，之后几年停止了分红，

今后几年的分红政策会是怎样？ 

回答：公司管理层一直致力于与所有股东分享公司的成长。今后五到十年，都会是赛

晶的快速成长期，对固定资产投入和研发的投入，营运资金的要求都会保持高位，管

理层将努力平衡好长期利益和短期利益的关系，在不影响公司发展的前提下，将每年



盈利的 10%-20%用于派息。 

（八）现金减少原因与现金流情况 

问题 ：2024 年底现金及等价物减少约 4 亿元的原因是什么？公司现金流情况如何？ 

回答 ：由于业务和销售收入处于上升周期，对营运资金的需求显著增长。公司行业特

点导致交货周期长，回款时间相应延长，但作为国家重点工程，回款有保障。截止

2024 年底，账面现金仍有 4 亿元以上，且资产负债率保持较低水平。我们相信目前公

司的现金储备较为充足，可以满足后续营运需要。 

（九）IGBT 和 SiC 模块生产线建设进度与盈利贡献 

问题 ：第三条 IGBT 模块和第一条 SiC 模块生产建设进度如何？预计何时投产？产能

释放后对公司业绩尤其是利润方面的贡献何时体现？这条产线的资本开支情况及未来

计划目标是怎样的？ 

回答 ：SiC 模块已开始给客户送样，电动车领域导入周期较长。两条模块生产线，预

计 2025 年底建完，2026 年投入使用。半导体毛利率与满产率关系密切，满产后成本

将显著降低。生产线的资本开支，2025 年预计 1.5 亿左右，2026 年可能更低一点。 

（十）研发费用投入方向 

问题 ：2024 年的研发费用增长 20%，主要投入在哪些方面？ 

回答 ：研发费用在直流业务和半导体业务方面均有投入，其中半导体占比最大。 

（十一）半导体团队优势与行业替代趋势 

问题 ：半导体团队具有国际化和经验丰富特点，相对竞争对手有什么优势？如何看待

今年碳化硅的渗透率提升和氮化镓应用对公司的影响？ 

回答 ：团队优势体现在行业经验和研发经验上，对新芯片研发的验证和测试有帮助。

碳化硅在电动车领域渗透率提升，对公司是机遇，与 IGBT 在高电压领域长期共存。。

氮化镓主要应用于低电压领域，公司没有计划开发相关产品。 

（十二）碳化硅芯片业务成本与利润影响 

问题 ：上游碳化硅衬底价格持续下降，对公司碳化硅芯片业务的成本和利润端有何影



响？ 

回答 ：碳化硅衬底价格下降使产品成本占比更合理，研发成本降低，利于产品导入市

场，提升客户积极性。 

五、会议总结 

感谢各位的踊跃提问，也感谢我们的管理层，以及各位投资者、分析师和到场嘉

宾的参与，赛晶科技集团有限公司 2024 年年度业绩发布会到此结束，非常感谢大家的

参加！ 

 


